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' Die Erfindung betrifft ein lichtgsteuertes Halbleiter- 
element, mit einem luftdicht scfalieBend^n Gehause, ei- 
nem in dem Gehause untergebrachten, lkhtgesteuerteti 
Halbleiterchip, ferner mit einem Lichdeiter, welcher 
einfallendes Lieut auf eineo lichtempfmdlichen Bereich 
des Halbleiterchips leitet. sowie mit einer Lichtieiter- 
Lokalisiervorrichtung, die den Lichtleiter umgibt, beste- 
hend a us einem Paar ineinandergretfender Bauteile, von 
denen ein Teil auf der Hauptflache des Halbleitercbips 
befestigt ist und, wenn es mit dem anderen Teil ineinan- 
dergreif t, den Lichtleiter gegenQber dem fchtempfindli- 
chen Bereich des Halbleitercbips lokalisiert 

Bei derartigen licbtgesteuerten Halbleiterelementen 
ist es wichtig, dafl das Ende des Lichtlehers genau dem 
tichtempfindlichen Bereich des Halbleiterchips gegen- 
iibersteht, so dafi das gesarate, von auBen durch den 
Lichtleiter in das Gehause des Halbleiterelements ein- 
fallende Licht tatsachlich auf den licb tern pflndli chen Be- 
reich des Halbleiterchips gelangt Da dieser Uchtemp- 
findliche Bereich in der RegeJ sehr kleine Abmessungen 
hat, stellt die exakte Ausrichtung der Endflache des 
Uchtleiters auf diesen Bereich ein besonderes Problem 
dar. 

Aus der EP-A1-00 21 352 ist ein lichtgesteuertes 
HaJbleiterelement bekannt, bei dem der Lichtleiter mit- 
tels einer Fuhrung im Gehause fixiert wird. Bei der 
Montage muB das Ende des rcchtwinklig nach unten 
abgebogencn Lichtfciters zentrisch von oben in diese 
Fanning emgefGhrt werden. 

Aus Patents Abstracts of jP-55-l SI 273 (A) ist femer 
ein lichtgesteuertes HaJbleiterelcment bekannt, bei dem 
der Lichtleiter vertikal nach oben ljs dem Gehause 
herausgefGhrt ist. Der optischen Ausrichtung des Licht- 
leiters auf den lichtempfindlichen Bereich des Halblei- 
terchips dient ein zweiteiliges Lichtleiter- Lokalisierele- 
mcnt, welches aus einem ersten, hQlsenformig ausgebil- 
deten und auf dem Halbleiterchip befestigten Fuhrungs- 
elemente sowie einem in dieses konzentrisch eingreif en- 
den zweiten FGhrungselement besteht welches mit dem 
Gehause fest verbunden ist und den Lichtleiter axial 
umgibt Diese vorbekannte, streng konzentrisch ausgc- 
bildete Konstruktion einer Lichtleiter- Lokalisiervor- 
richtung laQt sich nur dann einseuen, wenn die im Ge- 
hause vorgesehene Durchfuhrung fur den Lichtleiter 
genau vertikal Gber dem lichtempfindlichen Bereich des 
Halbleiterchips angeordnet ist 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einc Lichtleiter- Lokaiisiervorrichtung in kon- 
struktiv einfachcr Weise so auszubilden, daB mit ihrer 
Hilfe ein im wesentlichen parallel zur Hauptflache des 
Halbleiterchips verlaufender Lichtleiter bei dessen 
Montage exakt ausgerichtet werden kann. 

Be; der Ldsung dieses ischn&chen Problems wird 
ausgegangen von einen lichlgesteuerten Halbleiterele- 
ment gemaO der JP-55-1 57 273. Geldst wird die Aufga- 
be dadurch, daB das erste Bauteil der Lichtleiter-Lokali- 
siervorrichtung als Scheibe ausgebiidet ist f die einen 
segmemformigen Ausschnitt aufweist, daO das zweiie 
Bauteil einen Segmentausschnitt aufweist, der in den 
Segmentausschnitt des ersten 8auteils eingreift und fer- 
ner einen Ringrand aufweist, welcher den scheibenfdr- 
migenTeil des ersten Bauteils umgibt und dadurch, daO 
beide Bauteile im Zentrum aufeinander abgestimmte 
Ausschnittc aufweisen. die zusammen eine den Lichtlei- 
ter umschlieOende Kreisoffnung bilden, wenn die beiden 
Bauteile ineinandergesetzt sind. 



Das erste, als Scheibe ausgebfldete Bauteil der erfin- 
dungsgemaBen IjchUeiter-Lokalisieryorrichtung wird 
auf der Hauptflache des Halbleiterchips an der vorgese- 
henen Stelle befestigt, beispielsweise aufgeklebL Bei der 

5 anschieBeaden Montage des Lichtlerters kann dessen 
abgekropfter Endanschnht von der Seite her in den seg- 
raentformigen Ausschnitt des ersten Bauteils eingefuhrt 
werdert AnschlieBend wird der zweite bewegliche Bau- 
teil ringartig von obeu auf das erste Bauteil aufgedruckt 

to Nach Beendigung der Montage bflden beide Bauteile 
gemeinsam die Lokaiisiervorrichtung, welche das Ende 
des Uchtleiters exakt in seiner vorgesehenen Position 
aber dem Uchtempfmdlidien Bereich des Halhleiter- 
chJns fixiert 

15 Die erfuidungsgemafl aus zwei jeweils nicht rota- 
tionssymmetrischen Bauteile n zusammengesetzte 
Ucndeiter-Lx>kalisiervomchtung erlaubt eine sehr ex- 
akte Ausrichtung des Endes des Uchtleiters gegenfiber 
dem JichtempFmdlichen Bereich des Halbleiterchips und 

M laBt sich ebenso einf ach herstellen. wie schneil und leicht 
montieren. . 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachste- 
hend anhand der Zcichnungen naher erlautert Es zetgt 

Fig. 1 ein lichtgesteuertes Halbleiterelement, in ei- 
25 nera Vertikalschnitt; 

Fig. 2 einen Aussch&kt des Halbleiterelements gemaB 
Kg. 1, in vergrdBerter Darstellung; 

Fig. 3 die Lichtleiter- Lokaiisiervorrichtung des Halb- 
leiterelements gemiB Fig. 1 bei der Montage, in einer 
30 Ansicht schrag von oben; 

Fig. 4 die Lichtleiter-Lokalisiervorrichrjung gemaB 
Fig. 3 in monticrtem Zustand, in einem Vertikalschnitt; 

Fig. 5 die Lichdeiter- Lokaiisiervorrichtung von Fig. 3 
in monticrtem Zustand, in einer DraufsichL 
35 Bei dem in den Fig. I und 2 dargestellten Halbleiter- 
element handelt es sich urn einen lichtgesteuerten Thyri- 
stor, dessen Kern ein Halbleiterchip 1 1 ist Die beiden 
Hauptflachen des Halbleiterchips 11 tragen fllchenhaft 
ausgebildete Elektroden 11a und 11c, die als Kathode 
40 bzw. Anode dienen. Die Elektroden 11a und 1 1c stQtzen 
sich auf ElektrodenabstQtzungen 12a und 12c ab. 

1m Zentrum der Hauptflache des Halbleiterchips 11 
ist ein lichlempfindlicher Bereich A ausgebiidet Ein 
Lichtleiter 13. bestehend aus einer optischen Faser, 
45 steht mit seiner Endflache 13a der lichtempfindlichen 
Zone A gegenUber. Wie insbesondere aus Fig. 2 ersicht- 
lich, ist die Endflache 13a grdBer als der gegenuberlie- 
gende licht empfindlidie Bereich A des Halbleiterchips. . 

Der Lichtleiter 13 erstreckt sich im wesentlichen ent- 
50 lang der ElektrodenabstQtzung 12c parallel zur Haupt- 
flache des Halbleiterchips 1 1. In der Wand eines Gehau- 
ses 14 ist eine Offnung ausgebiidet, in die ein Rohrstflck 
15 eingesetzt ist Der Lichtleiter verlauft durch dieses 
Rdhrchen 15 und endet mit seiner zweiten Endflache 
55 13b unmittelbar urner einem Fenster fur das einfallende 
und den Thyristor steuernde Licht Die beiden End Aa- 
chen 13a und 13b des Uchtleiters 13 sind mittels eines 
elastischen transparenten Materials, das denselben Bre- 
chungsindex wie das Material des Lichtlehers 13 hat, 
w beispielsweise einem Stuck Silikongummi 16, gegenQber 
dem lichtempfindlichen Bereich A bzw. dem Fenster 
festgclegt 

Die dem Halbleiterchip 11 gegenllberstehende End- 
flache 13a des Lichtleiters 13 ist mittels einer Lichtleiter- 
es Lokaiisiervorrichtung 21 exakt auf den lichtempfindli- 
chen Bereich A ausgerichtet. Die Lichtleiter-Lokalister- 
vorrichtung 21 besteht aus einem ersten Bauteil 21a und 
einenvzweiten Bauteil 21b. die ineinandergreifen. Das 
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erste Bauteii 21a ist auf der Hauptflache des Halbleiter- 
chips 11 mittelseines Klebers 17befestigt 

Die konstruktive Ausbiidung der lichdeiter-Lokali- 
siervorrichtung 21 sowie deren Montage laBt sich am 
besten aus den Fig. 3 bis 5 ersehen. 5 

Das erste Bauteii 21a dev Iichdeiter-Lokaiisiervor- 
richtung 21 ist als Scheibe ausgebildet, die einen seg- 
mentformigen Ausschnitt21c aufweist Das zweite Bau- 
teii 21b weist einen korrespondierenden Segmentab- 
schnitt 21d auf, der in den Segmentausschnitt 21c des jo 
erste n Bauteiis 21a eingreifen kaniL Das zweite Bautefl 
21b weist ferner einen Ringrand 21e auf, welcher in 
mondertem Zustand den scheibenforraigen Teii des er- 
sten Bauteiis 21a umgibt Beide BauteUe 21a und 21b 
weisen im Zentrum aufeinander abgestimmte Aus- 15 
schnitte 21 F, 21P' auf, die zusaminen eine den Uchdeiter 
. 13 umschlieQende Kreisoffnung 21f bildeu, wenn die bei- 
den Bauteile 21a und 21b ineinandergesetzt sind — vgL 
Fig. 4 und 5. 

Bei der Montage wird zunachst das erste Bauteii 21a 20 
auf der oberen Haupulache des Chip* 11 mit Hilfe des 
KJebers 17 (vgL Fig. 2 und 6) bef estigt Hierourch wird 
die Kreisoffnung 21f bzw. zunachst der diese raitbilden- 
i de Ausschnitt 21 P cxakt gegenQber dem lichterapfindli- 
\ chen Bereich A ausgerichtet Danach wird die Endflache 25 7 
! 13a des Lichdeiters 13,dejjzuyor mftdem^ 
Jsigen SUikongummj ,.16.Jfoerzogen. worden ist, in derT 
/ la^isfOnhlgen Ausschnitt 21P eingepaflt und somit_ge- 
genuber dem lichtempfindlichen Bereich A jusdert.Zum | 
SchluB wird das zweite Bautei! 21b, das zuvor Gber den 30 ! 
Lichtleiter 13 gestulpt worden ist, montiert Dieses Bau- | 
teii 21b wird eng um den Rand des ersten Bauteiis 21a I 
eingepaflt, wobei dessen materialbedingte Elastizitat j 
(Kunststoff) ausgenfltzt wird. " j 

Im montierten Zustand, der in den Fig. 4 und 5 zu 35 
sehen ist, ist die Endflache 13a des Lichdeiters 13 exakt 
gegenuber dem lichtempfindlichen Bereich A des Halb- 
leiterchips (vgL Fig. 2) ausgerichtet, so daB das gesamte, 
durch den Lichtleiter 13 gefQhrte Licht zur Steuerung 
des Thyristors zur Verfflgung steht 40 

Patentansprtiche 

1. Lichtgesieuertes Halbleiterelement, mit 

— einem Juftdicht schlieQenden Gehause, 45 

— cinem in dem Gehause untergebrachten, 
lichtgesteuerten Halbleiterchip, 

— einem Uchdeiter, welch er einfailendes 
Licht auf einen> lichtempfindlichen Bereich des 

H albleite rchips leitet, und 50 

— einer Lichtleiter- Lokalisiervorrichtung, die 
den Lichtleiter umgibt, bestehend aus einem 
Paar ineinandergreifender Bauteile, von denen 
ein Teii auf der Hauptflache des Halbleiter- 
chips befestigt ist und, wenn es mit dem ande- 55 
ren Teii ineinandergreift, den Lichtieiter ge- 
genQber dem lichtempfhdlichen Bereich des 
Halbleiterchips lokalisiert, 

dadurch geksnnzeichnet, daQ 

— das erste Bauteii (21a) der Uchtleiter-Loka- w 
lisiervorrichtung (21) ais Scheibe ausgebildet 
ist, die einen segmentfdrmigen Ausschnitt 
(21c) aufweist, 

— das zweite Bauteii (21b) einen Segmentab- 
schnitt (21b) aufweist, der in den Segmentaus- es 
schnitt (21c) des ersten Bauteiis (21a) eingreift, 
und ferner einen Ringrand (21 e), der den schei- 
benfdrmigen Teii des ersten Bauteiis (21a) urn- 
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gibtund 

— beide Bauteile (21a, 21b) im Zentrum auf- 
euiander abgestwroite Ausschnitte (21P, 21f") 
aufweisen, die zusammen eine den Uchdeiter 
(13) umschlieBende Kreisoffnung (2tf) bOden, 
wenn die beiden Bauteile (21a) und (21b) inein- 
andergesetzt sindL 
2. Lichtgesteuertes Halbleiterelement nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der seg- 
mentformige Ausschnitt (21c) des ersten Bauteiis 
(21 a) einen Winkel von ungefahr 90° umfaQt 
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